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	（54）实用新型名称
     锡球熔融喷射激光焊接装置
	


	（57）摘要
     本实用新型涉及一种锡球熔融喷射激光焊接装置，装置包括：柱塞腔、锥形喷口、锡球进料通道、柱塞、激光照射通道、激光发射器。通过锡球进料通道输送锡球至柱塞腔内，并通过柱塞推动锡球至柱塞腔底部，通过设置于激光照射通道端部的激光发射器发射激光以加热柱塞腔底部的锡球，得到已熔化的锡球，并通过柱塞推动另一锡球向下挤压已熔化的锡球，使已融化的锡球从锥形喷口喷出，并完成对待焊接部位的焊接，熔融锡受到挤压而从锥形喷口高速喷出，可确保熔融锡在锥形喷口内无残留、无粘连，可避免焊接喷口堵塞，从而大幅提升了焊接效率，同时避免因焊接喷口大量废弃而增加企业的生产成本，在实际应用过程中取得了良好的使用效果。
	



	权 利 要 求 书


1.一种锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述装置包括：
柱塞腔，用于容纳锡球；所述柱塞腔下端设置有锥形喷口；
锡球进料通道，所述锡球进料通道与所述柱塞腔的侧壁固定连接，用于将所述锡球通过所述锡球进料通道输送至所述柱塞腔内；
柱塞，所述柱塞设置于所述柱塞腔内，所述柱塞在所述柱塞腔内沿所述柱塞腔的内壁进行竖直运动；
激光照射通道，所述激光照射通道倾斜向下与所述柱塞腔的侧壁固定连接，用于激光倾斜向下射入所述柱塞腔内；
激光发射器，所述激光发射器固定设置于所述激光照射通道端部，用于发射激光。
2.如权利要求1所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，锡球进料通道的内径大于所述锡球的外径，所述柱塞腔的内径小于所述锡球的外径。
3.如权利要求1或2所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述锡球进料通道与所述柱塞腔呈“T”形连接。
4.如权利要求1所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述柱塞通过连接杆与直线驱动组件相连接，以通过所述直线驱动组件驱动所述柱塞沿所述柱塞腔的内壁进行竖直运动。
5.如权利要求1或4所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述柱塞的最小运动行程大于2倍锡球的外径。
6.如权利要求4所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述直线驱动组件为直线气缸、音圈电机、压电驱动直线运动装置或伺服电机。
7.如权利要求1所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述激光照射通道与所述柱塞腔之间的夹角为5-75°。
8.如权利要求1所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其特征在于，所述激光发射器的功率为10-120W。


	说 明 书


锡球熔融喷射激光焊接装置
技术领域
本实用新型涉及电子元器件装配焊接技术领域，尤其涉及一种锡球熔融喷射激光焊接装置。
背景技术
对电子元器件的焊盘进行焊接时，通常采用焊接装置将熔融状态的锡喷射至焊盘上，传统技术方法均是先通过对锡球进行加热以使锡球熔化，再利用一定压力的惰性保护气体(如氮气、氩气等)将熔融状态的锡喷射到焊盘上，以对焊盘进行焊接。然而使用气体产生压力将锡喷出后，喷嘴的喷口处会因熔融状态的锡粘连而导致喷口逐渐变小，从而对焊接效率产生较大影响，更严重时会导致喷口被堵塞而无法使用，因喷嘴大量废弃也导致企业需增加大量的生产成本。因而，现有技术中存在因焊接喷口堵塞而影响焊接效率的问题。
实用新型内容
本实用新型实施例提供了一种锡球熔融喷射激光焊接装置，旨在解决现有技术中所存在的因焊接喷口堵塞而影响焊接效率的问题。本实用新型是通过以下技术方案来实现的：
第一方面，本实用新型实施例提供了一种锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述装置包括：
柱塞腔，用于容纳锡球；所述柱塞腔下端设置有锥形喷口；
锡球进料通道，所述锡球进料通道与所述柱塞腔的侧壁固定连接，用于将所述锡球通过所述锡球进料通道输送至所述柱塞腔内；
柱塞，所述柱塞设置于所述柱塞腔内，所述柱塞在所述柱塞腔内沿所述柱塞腔的内壁进行竖直运动；
激光照射通道，所述激光照射通道倾斜向下与所述柱塞腔的侧壁固定连接，用于激光倾斜向下射入所述柱塞腔内；
激光发射器，所述激光发射器固定设置于所述激光照射通道端部，用于发射激光。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，锡球进料通道的内径大于所述锡球的外径，所述柱塞腔的内径小于所述锡球的外径。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述锡球进料通道与所述柱塞腔呈“T”形连接。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述柱塞通过连接杆与直线运动机构相连接，以通过所述直线驱动组件驱动所述柱塞沿所述柱塞腔的内壁进行竖直运动。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述柱塞的最小运动行程大于2倍锡球的外径。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述直线驱动组件为直线气缸、音圈电机、压电驱动直线运动装置或伺服电机。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述激光照射通道与所述柱塞腔之间的夹角为5-75°。
所述的锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述激光发射器的功率为10-120W。
与现有的技术相比，本实用新型具有以下突出优点和效果：通过锡球进料通道输送锡球至柱塞腔内，并通过柱塞推动锡球至柱塞腔底部，通过设置于激光照射通道端部的激光发射器发射激光以加热柱塞腔底部的锡球，得到已熔化的锡球，并通过柱塞推动另一锡球向下挤压已熔化的锡球，使已融化的锡球从锥形喷口喷出，并完成对待焊接部位的焊接，熔融锡受到挤压而从锥形喷口高速喷出，可确保熔融锡在锥形喷口内无残留、无粘连，可避免焊接喷口堵塞，从而大幅提升了焊接效率，同时避免因焊接喷口大量废弃而增加企业的生产成本，在实际应用过程中取得了良好的使用效果。
附图说明
图1为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的整体结构示意图。
图2为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的局部结构示意图。
图3为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的使用状态示意图。
图4为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的使用流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
应当理解，当在本说明书和所附权利要求书中使用时，术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在，但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本实用新型可用以实施的特定实施例。本实用新型所提到的方向用语，例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本实用新型，而非用以限制本实用新型。
本实用新型提供一种锡球熔融喷射激光焊接装置，为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
请参阅图1-图2，图1为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的整体结构示意图；图2为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的局部结构示意图。如图所示，一种锡球熔融喷射激光焊接装置，其中，所述装置包括：柱塞腔10，用于容纳锡球100；所述柱塞腔10下端设置有锥形喷口101；锡球进料通道20，所述锡球进料通道20与所述柱塞腔10的侧壁固定连接，用于将所述锡球100通过所述锡球进料通道20输送至所述柱塞腔10内；柱塞30，所述柱塞30设置于所述柱塞腔10内，所述柱塞30在所述柱塞腔10内沿所述柱塞腔10的内壁进行竖直运动；激光照射通道40，所述激光照射通道40倾斜向下与所述柱塞腔10的侧壁固定连接，用于激光倾斜向下射入所述柱塞腔10内；激光发射器50，所述激光发射器50固定设置于所述激光照射通道40端部，用于发射激光。
激光发射器可用于发射激光照射锡球，锡球被激光照射而升温熔化，得到处于熔融状态的锡，也即是熔融锡。激光照射通道倾斜向下与柱塞腔的侧壁固定连接，则柱塞腔底部的锡球上侧的锡球不会被激光照射而熔化，柱塞腔底部的锡球则会被激光照射而熔化，同时在未被熔化的锡球挤压熔融锡时，熔融锡不会飞溅进入激光照射通道而将其堵塞。
在更具体的实施例中，锡球进料通道20的内径大于所述锡球100的外径，所述柱塞腔10的内径小于所述锡球100的外径。锡球进料通道的内径大于锡球的外径，以使锡球在外部挤压力的作用下可顺利从锡球进料通道内输送至柱塞腔，柱塞腔的内径小于锡球的外径，则锡球进入柱塞腔后被柱塞腔的内壁卡住无法上下滑动，此时只有通过柱塞向下运动才能将锡球压入柱塞腔底部。由于锡球被柱塞快速推至柱塞腔底部，且柱塞腔的内径小于锡球的外径，被向下推动的锡球也可作为一个密封塞挤压熔融锡，熔融锡受到未熔化的锡球的快速挤压作用，当未熔化的锡球的挤压速度到达一定值时，对熔融锡产生的挤压力大于熔融锡与锥形喷口内壁的阻力，熔融锡即可从锥形喷口喷出到指定位置，并被外部空气快速冷却，即可完成对指定位置进行焊接。熔融锡受到未熔化的锡球的快速挤压作用从锥形喷口高速喷出，不同于使用气体产生压力将熔融锡喷出，这一过程可避免焊接喷口堵塞，从而大幅提升了焊接效率，同时避免因焊接喷口大量废弃而增加企业的生产成本。
例如，若锡球的外径为0.25mm，则进料口的内径可设置为0.28-0.32mm，柱塞腔的内径可设置为0.245-0.249mm。
在更具体的实施例中，所述锡球进料通道20与所述柱塞腔10呈“T”形连接。锡球进料通道与柱塞腔的连接形状为“T”形，柱塞腔的径向保持竖直，则锡球进料通道的径向保持水平，以使锡球在在锡球进料通道内保持水平方向运动。
在更具体的实施例中，所述柱塞30通过连接杆31与直线驱动组件(图中未示出)相连接，以通过所述直线驱动组件驱动所述柱塞30沿所述柱塞腔10的内壁进行竖直运动；所述直线驱动组件为可驱动所述柱塞进行竖直运动的直线驱动组件，例如直线气缸、音圈电机、压电驱动直线运动装置或伺服电机。
在更具体的实施例中，所述柱塞30的最小运动行程大于2倍锡球100的外径。柱塞的最小运动行程大于2倍锡球的外径，可确保熔融锡在锥形喷口内无残留、无粘连，并形成喷射状。柱塞的运动行程还可根据熔融锡的喷射形态进行调整，熔融锡需以一个整体形态从锥形喷口喷出，若熔融锡从锥形喷口喷出后分散成多个部分，则表明熔融锡的喷射状态不满足要求，可适当缩小柱塞的运动行程。
在更具体的实施例中，所述激光照射通道40与所述柱塞腔10之间的夹角为5-75°。激光照射通道与柱塞腔之间呈一定夹角，可确保激光准确照射到柱塞腔底部的锡球。在更具体的实施例中，所述激光发射器50的功率为10-120W。
一种焊接方法，应用于上述的锡球熔融喷射激光焊接装置。请参阅图4，图4为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的使用流程示意图，如图所示，方法包括步骤S110-S160。
S110、驱动所述柱塞向上运动，以使第一锡球在外部挤压力的作用下沿所述锡球进料通道输送至所述柱塞腔内。可通过直线驱动组件驱动柱塞向上运动，则第一锡球在外部挤压力的作用下沿锡球进料通道输送至柱塞腔内，外部挤压力可通过弹簧、弹片等弹性组件产生。
图3为本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置的使用状态示意图。第一锡球即对应图3中编号为“1”的锡球，图3-a至图3-b的变化过程即与本步骤相对应。
S120、驱动所述柱塞向下运动，以将所述第一锡球压入所述柱塞腔底部。通过柱塞向下运动即可将第一锡球压入柱塞腔底部，图3-b至图3-c的变化过程即与本步骤相对应。
S130、移动所述柱塞腔至待焊接部位正上方。可将柱塞腔安装于移动平台中，移动平台可驱动柱塞腔沿X轴、Y轴及Z轴移动，柱塞腔可沿X轴、Y轴从电子元器件的一个待焊接部位平移至下一个待焊接部位，柱塞腔还可沿Z轴上下运动，以越过电子元器件上的超高零件。此外还可通过人力驱动所述柱塞腔移动，例如可通过人手握持柱塞腔并将其移动至待焊接部位上方。
S140、所述激光发射器发射激光至所述第一锡球表面，以使所述第一锡球熔化。激光发射器发射激光，照射于第一锡球表面，通过激光对第一锡球进行加热，以使第一锡球熔化。图3-d即与本步骤相对应。
S150、驱动所述柱塞向上运动，以使第二锡球在外部挤压力的作用下沿所述锡球进料通道输送至所述柱塞腔内。此过程与第一锡球进入柱塞腔内的过程相同，第二锡球即对应图3中编号为“2”的锡球，图3-d至图3-e的变化过程即与本步骤相对应。
S160、所述激光发射器停止发射激光，并驱动所述柱塞向下运动，通过所述第二锡球向下挤压已熔化的所述第一锡球，使所述第一锡球从所述锥形喷口喷出对所述待焊接部位进行焊接。使第一锡球熔化，并得到熔融锡后，即可驱动激光发射器停止发射激光，激光发射器每次发射激光的时长为10-500ms，若激光发射器功率较大，则可缩短发射激光的时长。图3-e至图3-f的变化过程即与本步骤相对应。
执行完步骤S160后，可驱动柱塞腔移动至下一个待焊接部位，并依次执行后续焊接步骤，这一过程也即是重复上述S130-S160的步骤，循环执行上述S130-S160的步骤即可完成对多个待焊接部位的焊接。
本实用新型的锡球熔融喷射激光焊接装置，通过锡球进料通道输送锡球至柱塞腔内，并通过柱塞推动锡球至柱塞腔底部，通过设置于激光照射通道端部的激光发射器发射激光以加热柱塞腔底部的锡球，得到已熔化的锡球，并通过柱塞推动另一锡球向下挤压已熔化的锡球，使已融化的锡球从锥形喷口喷出，并完成对待焊接部位的焊接，熔融锡受到挤压而从锥形喷口高速喷出，可确保熔融锡在锥形喷口内无残留、无粘连，可避免焊接喷口堵塞，从而大幅提升了焊接效率，同时避免因焊接喷口大量废弃而增加企业的生产成本，在实际应用过程中取得了良好的使用效果。
在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详细描述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。
应当理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到各种等效的修改或替换，这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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